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Abstract of DE19748689 

The circuit board (12) has at least one solder 
pad (1) on one surface and a through-contact 
to at least one conductive track on another 
surface of the board or within the board. A lead 

(2) connects the solder pad to the through- 
contact. The through-contact consists of at 
least two parallel-connected metallised holes 

(3) . The lead between the solder pad and the 
hole nearest the pad has at least the same 
width as the solder pad. 
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® Niederinduktive Verbindung 

@ Es wtrd eine Leiterplatte beschrieben, bei der die Induk- 
tivitat der Verbindung zwischen einem Lotpad (1) und ei- 
ner oder mehreren Leiterbahnen, welche sich im Inneren 
der Leiterplatte oder auf der dem Lotpad (1) gegentiber- 
liegenden Seite der Leiterplatte befinden, minimiert ist. 
Das wird dadurch erreicht, daS zur Durchkontaktierung 
mehrere Bohrungen (3) verwendet werden, und da(5 die 
Zuleitung zwischen Lotpad (1) und Durchkontaktierung 
flachenartig ausgebildet ist. Das beschriebene Layout 
kann bei zweilagigen und mehrlagigen Leiterpiatten an- 
gewendetwerden. Eseignet sich insbesondere zur induk- 
tivitatsarmen kapazitiven Kopplung von Leiterbahnen 
mittels SMD-Kondensatoren. 
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Bcschrcibung 

Gebiel der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplatte, insbesondere die 5 
Vcrbindung cincs Lotpads auf cincr erstcn Oberflache mil 
einer Leiterbahn auf einer zweiten Oberflache oder in einer 
Innenlage der Leiterplatte nach dem OberbegrifT des An- 
spruchs 1. 

10 

Stand der Technik 

Es ist bekannt, da6 das Layout einer Leiterplatte groBen 
EinfluB auf ihrc clcktrischcn Eigcnschaftcn wic Induktivitat 
und Kapazitat hat. Bei vielen Anwendungen, insbesondere 15 
dann, wenn die Leiterplatte mit hohen Frequenzen betrieben 
wird, wird bcim Layout darauf gcachtct, daB die parasitarcn 
Induktivitaten moglichst klein gehalten werden. Dies wird 
unter anderem dadurch erreicht, daB die Leiterbahnen mog- 
lichst breit gemacht werden, und Leiterschleifen eine 20 
kleinstmogliche Flache umschlieBen. 

Trotzdem ist bei hcrkommlichcn SMD-bestucktcn mehr- 
lagigen Leiterplatten die Verbindung zwischen SMD-L6t- 
pads, die sich auf einer ersten Oberflache befinden, und Lei- 
terbahnen, wclche sich in Inncnlagcn oder auf der zweiten 25 
Oberflache der Leiterplatte befinden, relativ hochinduktiv. 
Bisher sind die in Rede stehenden Anordnungen wie folgt 
gestaltet: Die Verbindung besteht aus einer innen metal li- 
sierten Bohrung, welche als Durchkontaktierung zwischen 
den Leitcrplattenschichtcn dient, und einer schmalcn Zulci- 30 
tung, der diese Bohrung mit dem SMD-Lotpad leitend ver- 
bindet (Fig. 6). Die relativ hohe Induktivitat einer solchen 
Vcrbindung ist insbesondere dann storend, wenn es darum 
geht, Leiterbahnen niederinduktiv kapazitiv zu koppeln, das 
heiBt wenn das Lotpad zur Auflotung eines SMD-Konden- 35 
sators dient. 

Darstcllung der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, eine Anordnung zu schaffen, bei 40 
der die Induktivitat der Vcrbindung zwischen cincm Lotpad 
und einer Leiterbahn, welche sich in einer anderen Schicht 
der Leiterplatte oder auf der entgegengesetzten Oberflache 
hefindet, minimiert ist. 

Dies wird durch eine Leiterplatte mit den Merkmalen des 45 
Anspruchs 1 erreicht. 

Die Gesamtindukti vital einer in Rede stehenden Anord- 
nung setzt sich im wesentlichen aus zwei Induktivitaten zu- 
sammcn: Der Induktivitat der Durchkontaktierung und der 
Induktivitat der Zuleitung. Die erfindungsgemaBe Anord- 50 
nung minimiert beide Induktivitaten, und somit auch die Ge- 
samtindukti vital. Die Induktivitat der Durchkontaktierung 
wird dadurch reduziert, daB mehr als eine innen metallisierte 
Bohrung zur Stromleitung vcrwendet wird, was einer Paral- 
lelschaltung entspricht. Bei gleichartigen Bohrungen ist die 55 
Induktivitat der Durchkontaktierung umgekehrt proportio- 
nal zur Anzahl der Bohrungen. Die Induktivitat der Zulei- 
tung wird dadurch minimiert, daB die Zuleitung mindestens 
auf der ganzen Breite des SMD-Lolpads nut diesem verbun- 
den ist, und mit mindestens dieser Breite zu den Bohrungen 60 
gefuhrt wird. Die Zuleitung erhalt dadurch eine flachenar- 
tigc Geometric. 

Das hier beschriebene Layout kann natiirlich nicht nur bei 
SMD-bestiickten Leiterplatten angewendet werden, sondern 
immer dann, wenn ein beliebiges Bauteil auf ein I.jotpad auf- 65 
gelotet, und leitend mil einer Leiterbahn in einer Innenlage 
einer Leilerplatle, oder mil einer Leiterbahn auf der gegen- 
uberliegenden Seite der Leiterplatte leitend verbunden wer- 



den soil. Dcshalb ist im folgcndcn allgcincin von Lotpads 
die Rede. Bei den Leiterbahnen kann es sich urn Signallei- 
lungen, GND- oder V cc -Lagen handeln. 

Vorteilhafte Ausfuhrungsformen ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. 

Die Erfindung wird nun anhand von Zcichnungcn nahcr 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine erste erfindungsgemaBes Layout; 

Fig, 2 cine zweite erfindungsgemaBes Layout; 

Fig. 3 ein erstes Anwendungsbeispiel; 

Fig. 4 ein zweites Anwendungsbeispiel; 

Fig. 5a, b Querschnitte erfindungsgemaBer Verbindungen 
in nichtmaBstablicher Darstellung; 

Fig. 6 ein Layout nach dem bishcrigen Stand der Technik. 

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemaBe Anordnung in der 
Draufsicht. Das Lotpad 1 mit der Lange 1 und der Breite b ist 
mit seiner gesamten Untcrscitc auf der Zuleitung 2 angc- 
bracht. Mit Langsseite wird hier diejenige Seite bezeichnet, 
welche parallel zur Langsrichtung des auf dem Lotpad anzu- 
ordnendem SMD-Bauteils ist, die Breitseite ist die dazu 
senkrechte Seite. Die Zuleitung 2 ist so gestaltet, daB sie das 
Lotpad 1 an scincn Brcitsciten ubcrragt. Die Zuleitung wci- 
tet sich zu zwei nebeneinander angeordneten Bohrungen 3a, 
b hin facherformig auf. Eine dritte Bohrung 3c ist, vom Lot- 
pad aus gesehen, hintcr den Bohrungen 3a, b angcordnct. 
Die Bohrungen 3, welche eine metallisierte Oberflache ha- 
ben, sind leitend mit Leiterbahnen 7 im Inneren der Leiter- 
platte 12 verbunden (Fig. 5a). Natiirlich ist es auch denkbar, 
daB die Bohrungen mit nur einer Leiterbahn im Inneren der 
Leiterplatte 12 verbunden sind, oder daB sich die Leiterbahn 
7 auf der entgegengesetzten Oberflache befindet (Fig. 5b). 

Fig. 2 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel, welches dem in Fig. 
1 ahnlich ist. Die Zuleitung 2 hat hier zunachst die sclbc 
Breite b wie das Lotpad 1, und weitet sich dann zu zwei 
Bohrungen 3a, b hin auf. Diese Ausfiihrungsform ist etwas 
hoherinduktiv als die in Fig. 1 gezeigte, sie ist jedoch auf- 
grund der kleineren geometrischen Ausfuhrung in manchen 
Fallen zu bevorzugen. 

Fig. 3 zeigt ein Anwendungsbeispiel dererfindungsgema- 
Ben Kontaktierung. Hier wird eine Oberflachenleiterbahn 8 
ubcr ein SMD-Bautcil 6 mit cincr Leiterbahn im Inneren 
oder auf der entgegengesetzten Seite der Leiterplatte 12 ge- 
koppelt. Das SMD-Bauteil 6 ist wie bei bisherigen Leiter- 
platten auch an seinen Kontaktbereichen 6a mittels Lot 9 mit 
dem Lotpad 1 verbunden. In dem hier gezeigten Beispiel 
handclt es sich bei der Leiterbahn 8 urn cine Potcntiallagc, 
beispielsweise eine GND-Lage. Allgemein empfiehlt es 
sich, damit der induktivitatsarme Aufbau der Durchkontak- 
tierung nicht zu Nichtc gemacht wird die Oberflachenleiter- 
bahn 8 mindestens so breit wie das mit ihr verbundene Lot- 
pad 1 zu machen. 

Fig. 4 zeigt die Anwendung eines erfindungsgemaBen 
Layouts fur den Fall, daB zwei Leiterbahnen 7, welche sich 
im Inneren der Leiterplatte 12 befinden ubcr ein SMD-Bau- 
teil 6 miteinander gekoppelt werden sollen. Hier ist es natiir- 
lich vorteilhaft, wenn die Verbindung jeder der beiden Lei- 
terbahnen zu dem ihr zugeordneten Lotpad 1 mit einem er- 
findungsgemaBen Layout erfolgt. Es ist naturlich auch denk- 
bar, daB mil einem Lot pad 1 mehrere Leiterbahnen 7 ver- 
bunden sind (s. Fig. 5a). 

Wie bei bisherigen Leiterplatten auch, ist die Oberflache 
der Leiterplatte 12 mil einem Lotslopplack 4 vcrsehen, in 
welchem Aussparungen fur die Lotpads 1 sind. Insbeson- 
dere ist der Lotstopplack 4 so angeordnet, daB ein Hinein- 
laufen von Lot in eine der Bohrungen 3 zuverlassig verhin- 
dert wird. 

Die Kontaktierung zwischen einer Bohrung 3 und der 
leiterbahn 7, welche kontaktiert werden soil, wird wie hei 
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hcrkommlichcn Lcitcrplattcn crrcicht. Die Mctallschicht 10 
auf der Bohrungswandung steht in leitendem Kontakt zu der 
Zuleitung 2 und zu der oderden Leiterbahnen 7 (Fig. 5). Na- 
turlich muB die entsprechende Leiterbahn 7 zumindest dort, 
wo sie kontaktiert werden soli, breit genug sein, damit sie 5 
von alien der Kontakticrung dicnenden Lochcrn durchsto- 
Ben wird. Da Leiterbahnen aufgrund der angestrebten nied- 
rigen Induktivitat in der Regel breit gefuhrt werden ist an 
dicscr Stcllc mcist kcinc wcscntliche Layoutandcrung gc- 
genuber herkommlichen Leiterplatten notig. Der Ubersicht- 10 
lichkeit halber sind die Zeichnungen folgendermaBen ver- 
einfacht: 

- In den Fig. 1-4 sind weder Inncnlagcn-Lcitcrbahncn 

7, noch Lotstopplack 4 dargestellt. 15 

- Die Fig. 5a, b zeigen jeweils einen Schnitt durch 
cine der zur Kontakticrung dicnenden Bohrungcn 3. 
Die zur selben Kontakticrung gehorenden Bohrungen 3 
sind in analoger Weise mil den jeweils gleichen Leiter- 
bahnen 7 verbunden. 20 

Das hicr bcschricbcnc Layout kann natiirlich nicht nur auf 
Vielschichtleiterplatten angewendet werden, sondern auch 
auf Zweischichtleiterplatten, bei denen Leiterbahnen nur auf 
den beiden Obcrflachcn angcordnet sind, und die Durchkon- 25 
taktierung lediglich von einer Oberflache zur anderen er- 
folgt. Die oben beschriebenen Beispiele haben lediglich ex- 
emplarischen Charakter, sie sind keine abschlieBende Auf- 
stellung aller denkbaren erfindungsgemaBen Layouts. Insbe- 
sondcrc ist es auch moglich, daB zur Durchkontakticrung ci- 30 
nes Lotpads Bohrungen mit verschiedenen Durchmessern 
verwendet werden. Bin besonders wichtige Anwendung des 
erfindungsgemaBen Layouts ist die kapazitivc Kopplung 
zweier Leiterbahnen mittels eines SMD-Kondensators, wo- 
bei mindestens eine der beiden Kontaktflachen eines sol- 35 
chen Kondensators mit einem Lotpad verlotet ist, welches 
erfindungsgemaB mit mindestens einer Leiterbahn verbun- 
den ist. 

Patentanspriiche 40 

1. Leiterplatte (12) mit mindestens einem auf einer er- 
sten Oberflache der Leiterplatte angeordneten Lotpad 
(1), einer diesem Lotpad zugeordneten und mit einer 
Zuleitung (2) verbundenen Durchkontaktierung zu 45 
mindestens einer Leiterbahn (7), wclchc sich auf einer 
zweiten Oberflache oder in einer Tnnenlage der Leiter- 
platte (12) befindet, wobei die Zuleitung (2) das Lotpad 

(1) lcitcnd mit der Durchkontakticrung vcrbindet, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Durchkontaktierung 50 
aus mindestens zwei parallel geschalteten metalli- 
sierten Bohrungen (3) besteht, und daB die Zuleitung 

(2) zwischen dem Lotpad (1) und der Bohrung (3a, b), 
welchc dem Lotpad (1) am nachstcn ist, mindestens 
dieselbe Breite (b) wie das Lotpad (1) aufweist. 55 

2. Leiterplatte (12) nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Durchkontaktierung zwei Bohrungen 

(3) angeordnet sind. 

3. Leiterplatte (12) nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Durchkontaktierung drei Bohrungen 60 
(3) angeordnet sind. 

4. Leiterplailc (12) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB alle zu einem Lotpad (1) 
gehorenden Bohrungen (3) denselben Durchmesser 
aufweisen. 65 

5. Leiterplatte (12) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Durchkontaktierung 
Bohrungen (3) mit verschiedenen Durchmessern ver- 
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wendet werden. 

6. Leiterplatte (12) nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB es sich um 
eine Mehrschichtleiterplatte handelt. 

7. Leiterplatte (12) nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB es sich um 
eine Leiterplatte handelt, welche ausschlieBlich Leiter- 
bahnen an der Ober- und Unterseite tragt. 

8. Leiterplatte (12) nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Lotpad (1) mit mehreren Leiterbah- 
nen (7) leitend verbunden ist. 

9. leiterplatte (12) nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich eine Leiterbahn (7) auf der zweiten 
Oberflache der Leiterplatte (12) befindct. 

10. Leiterplatte (12) nach einem der vorherigen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf mindestens 
cin Lotpad (1) cin SMD-Bautcil (6) aufgclotct ist. 

11. Leiterplatte (12) nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das SMD-Bauteil (6) ein Kondensa- 
tor ist. 

12. Leiterplatte (12) nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zuleitung 
aus Kupfer besteht. 
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